ASIX - Modul 5: Fonaments de maquinari Curs 2023-24
UF1: Arquitectura de sistemes Act1mO5uf1

Activitat 1: Components basic d'un equip microinformatic

1- Caracteristiques basiques d'una CPU

1.1- Quines son les funcions de la CPU?

a) Llegir de la RAM instruccions i dades d'un programa en execucio

b) Interpretar la instruccié per saber que s'ha de fer

c) Executar la instrucci6

d) Desar (escriure) en RAM si cal els resultats de I'execucié de la instruccio

1.2- Qué és un cicle de clock o rellotge?. Quina és la seva unitat de mesura?.

Un cicle sencer de la senyal eléctrica digital que marca a quin ritme la CPU executa instruccions. Per cada
cicle, la CPU executa una o més instruccions. Un cicle de rellotge no té una unitat pero utilitzem el seu
periode (la seva durada) per mesurar-lo. Un cicle pot tenir un periode de 1ns i aixo vol dir que es repeteix
igual cada ns.

1.3.-Qué és la velocitat o freqiiéncia de rellotge (clock speed) d'un microprocessador?. Quina és la
seva unitat de

mesura?

a) Per cada cicle de rellotge o clock la CPU executa una o més instruccions. La velocitat de rellotge indica

els cicles de rellotges que fa la CPU per segon. La seva unitat és el Hertz(Hz) pero, normalment s'utilitza el
GHz.

b) La velocitat de rellotge és l'invers del periode d'un cicle de rellotge.
¢) En principi, com més alta millor perqué s'executaran els programes més rapidament.

1.4.- Sobre els busos del microprocessador:

a) Qé sé6n?

Un conjunt de pistes eléctriques que uneixen les potes d'una CPU amb la resta de components electronics
de la placa mare de l'ordinador.

b)Quins sén els principals busos?

Els de dades per llegir/escriure les dades/instruccions de la RAM, els d'adreces per indicar la posicié de la
memoria RAM a on es troba una dadal/instruccid, i el de control per controlar la comunicacié entre CPU i
RAM. El conjunt de bus de dades, adreces i control rep el nom de bus de sistema.

c) Quina és la principal caracteristica d'un bus de 64 bits?

Que el bus de dades i adreces és de 64 bits. Aixd vol dir que en un sol cicle de clok la CPU pot

llegir/escriure una dadalinstrucciéo de 64 bits i que pot arribar a treballar amb una RAM de 2% (o sigui
17.719.869.184 GiB)

1.5.- Qué indica la velocitat de transferéncia de dades d'un ordinador?

En general seria la quantitat de bits que es poden transferir dades entre la RAM i la CPU per segon. Es
mesura en GBytes/segon. Depen de la velocitat de transferéncia del canal de comunicacié entre la CPU i la
RAM que es mesura en GT/s (giga transferéncies per segon) i la mida del bus. Les GT/s depen de la
freqiiéncia del bus perod no és el mateix. A més freqiiencia més GT/s, i la velocitat de transferéncia de dades
tedrica és GB/s = GT/s x Mida del bus en bytes. La velocitat de transferéncia de dades també rep el nom
d'amplada de banda

1.6- Que ens indica la quantitat de Cores o Nuclis d'un microprocessador?

La quantitat de CPU que es poden insertar dins d'un unic circuit integrat d'un microprocessador. Com més
nuclis tingui una CPU més instruccions pot executar al mateix temps en parallel. Els nuclis son
veritablament maquinari
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1.7- Qué un fil (thread)?

Es un nucli virtual. Cada nucli es divideix en 2 o més nuclis virtual des del punt de vista del sistema operatiu.
O sigui, la CPU fa creure al sistema operatiu que per cada nucli fisic hi ha 2 nuclis virtuals, i cadascun
d'quests nuclis virtuals pot executar 1 instruccions. Com els sistemes operatius sén bons fent treballar i
controlant multiples nuclis de manera eficient, si augment el nuclis virtuals podem aprofitar aquesta capacitat
del sistema operatiu per aconseguir com a resultat global una millora general de les prestacions del sistema,
sobretot des del punt de vista de I'experiéncia de l'usuari. Intel anomena a aquesta tecnologia de treballar
amb nuclis virtual hyper-threading. Avui en dia, normalment, cada nucli té 2 fils.

1.8- Qué és més important la freqiiéncia de rellotge o el nimero de nuclis?

a) S'ha d'anar amb compte perqué si les aplicacions que executem majoritariament no tenen la capacitat
d'executar-se sobre diversos nuclis a vegades és millor una CPU de 4 cores a 4,3GHz que una de 8 cores a
2,9GHz. | multiplicar cores per freqiiencia no és una bona idea per saber quina és la millor opcié.

b) Idealment, si un s'ho pot pagar, millor comprar una CPU amb el maxim de freqiiéncia i el major nimero
de nuclis.

c¢) Si s'ha d'arribar a un compromis, llavors és millor pensar en les aplicacions que executara principalment
I'ordinador que es vol comprar. Si les aplicacions poden aprofitar millor tenir molts nuclis, com per exemple
aplicacions de processament de video, llavors és millor donar prioritat al nuclis, perd si la gran majoria de les
aplicacions no poden treure profit dels nuclis perqué només n'utilitzen 1 o 2, com per exemple un navegador,
millor donar prioritat a la velocitat.

1.9.- Qué i quina és la utilitat de la memoéria Cau o Caché d'una CPU? Quins son els 2 nivells tipics de
memoria caché dins de la CPU?

Avui en dia, la CPU és un circuit electronic molt més rapid que la memadria RAM convencional que utilitza
una tecnologia anomenada DRAM. Aixo és un problema perqué la CPU hauria d'estar molt temps inactiva
esperant que una dadal/instruccié s'escrigui a la RAM o es llegeixi de la RAM. Afortunadament exisiteix un
tipus de tecnologia de RAM molt més rapida (entre 10 i 100 vegades), i desafortunadament també molt més
cara, que la DRAM anomenada SRAM. La memodria RAM caché esta fabricada amb aquesta tecnologia.

La memodria cau o caché esta dividida en 3 nivells que sén difirentes en funcié de la situacio, velocitat,
laténcia, mida, proximitat als nuclis de la CPU i nivell de comparticié entre els nuclis de la CPU. Aquests
nivells sén els seglents:

*  Memoria cau L1 (nivell 1): Es troba dins de cada core de la CPU. Es molt petita en mida perd molt
rapida per poder treballar directament amb el core de la CPU. La seva mida pot ser d'uns 2KiB a
128KiB per core. La velocitat és de I'ordre de 1100 a 1200Gbs. Generalment emmagatzema les
instruccions i dades utilitzades molt freqiientment per un programa en un determinat moment. La
laténcia és molt petita, de I'ordre de 1 ns.

*  Memoria cau L2 (nivell 2): Es de mida més gran que la L1 perd més lenta. Pot ser Unica per cada
core o compartida. Té una mida d'uns 128KiB a 1MiB per core. La velocitat és de 'ordre de 450 a
500Gbs. Emmagatzema, per exemple, dades d'una imatge que estem editant. La laténcia és més
gran que la memoria cau L1 perd més petita que la laténcia de la memoria cau L3. La laténcia és de
I'ordre d'uns 3 a 4 ns.

* Memoria cau L3 (nivell 3): Antigament es trobava a la placa mare pero avui ja es troba dins del chip
de la CPU i es compartida per tots els nuclis de la CPU i és la més llunyana als nuclis de la CPU. La
seva mida pot ser des d'un pocs MiB fins a 128MiB/256MiB. Uns 32MiB seria un valor normal d'una
CPU d'un bon nivell avui dia. Es més lenta que les cau L1 i L2 perd més rapida que la RAM
convencional. La velocitat és de I'ordre d'uns 200Gbs. Emmagatzema, per exemple, taules d'una
base de dades que s'esta utilitzant molt sovint. La laténcia és més gran que la memoaria cau L2 perd
més petita que la laténcia de la memoria convencional. La laténcia és de I'ordre d'uns 10-13ns.
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En comparacié amb la memoria cau, una bona RAM convencional pot ser de l'ordre de 16GiB, és
compartida, esta a la placa mare, emmagatzema parts importants de programes i dades, pot treballar a uns
30Gbps i la laténcia pot ser de l'ordre d'uns 60-65 ns. Un disc dur SSD pot tenir una mida de 256/512GiB,
esta connectada a la placa mare per un cable, té laténcies de I'ordre de 0,1ms (100.000ns) i velocitats de
I'ordre 3,5Gbps.

1.10- De quina s'indica la poténcia dispada en microprocessadorsl?. De quina manera es pot
modificar la poténcia disipada?

La poténcia és mesura en Watts. Un increment o disminucié de la frequéncia de treball pot suposar un
increment en la poténcia disipada que s'ha de tenir en compte.

1.11- Que és el doble canal de memoria?. Quina és I'avantatge?. Que és preferible, una CPU que
pugui accedir a 2 moduls de memoria de 8GB utilitzant doble canal o a un médul de memoria de
16GB utilitzant un unic canal?

Una tecnologia que permet accedir a 2 posicions de memoria per cada transferéncia. Aixd permet, en teoria,
duplicar la velocitat de transferéncia de dades (a la practica s'arriben a millores d'un 20%). Per tant, és
preferible doble canal amb dos moduls de 8GB que un unic canal amb 1 modul de 16GB si no hi ha cap
limitacié econdmica que ho impideixi. El moduls treballant en doble canal s'han de posar sempre de 2 en 2.

1.12- En que consisteix la compatiblitat ECC?

La compatibilitat amb memories ECC permet que la CPU pugui treballar amb RAM que utilitza ECC per
detectar i corregir de manera automatica errors (fins a un cert nivell) de les dades desades al modul de
mémoria gracies a un o més bit que s'afegeixen al bus i que permeten utilitzar técniques de paritat o d'ECC
per detectar i corregir errors. Per poder aprofitar la capacitat ECC de la memodria cal tenir una CPU
compatible. Es important en aplicacions financeres o cientifiques.

1.13 Qué el socol o socket d'una CPU?.
El socol o socket (en anglés) és un sistema electromecanic de suport i connexio eléctrica, instal-lat a la
placa mare, que s'usa per a fixar i connectar un microprocessador.

1.14- Quin sén els voltatges tipics de treball d'una CPU?. Els voltatges han de ser alts o baixos?.
Perqué?

a) Normalment entre 0,95v a 1,40v en funcié del model, fabricant i freqiiéncia de treball

b) El voltatges sén millors com més baixos perqué disminueix la poténcia i per tant el consum i la disipacio
de calor. A més a més, com menys voltatge, la CPU pot treballar a més veloitat.
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1.15- Qué és la técnica d' overclok d'una CPU?

Es una técnica que forga la CPU a anar més enlla de la velocitat de treball recomanada pel fabricant com la
més optima per un determinat model. Tot i que permet millorar la velocitat, la desavantatge és que augmenta
la poténcia, i per tant el consum i la disipacié de calor -la qual cosa pot ser perillosa si el sistema de
disipacié no esta ben dissenyat- i en general escurca la vida de la CPU i fer-la menys estable llevat que
s'augmenti el voltatge de treball. S'ha d'anar amb compte perqué moltes vegades els fabricants de PCs
deixen fora de garantia les CPU amb overclock.

2- Caracteritiques basiques de memories RAM

2.1- Quina és la principal funcio de la memoria RAM i quines sén les seves caracteristiques respecte

velocitat, accés a les dades i volatilitat?

a) La principal funci6 de la RAM és emmagatzemar les dades i les instruccions dels programes que s'estan
executant en el sistema en un determinat moment.

b) Es una memoéria d'accés aleatori i per tant es pot accedir a qualsevol posicié de memoria simplement
indicant en el bus d'adreces de la CPU la posicié a la qual es vol accedir en un moment donat. Aixd permet
I'accés directe a qualsevol posicido de memoria en qualsevol ordre, en un temps constant i sense distincié de
la la posicio de I'anterior accés.

c) Es de velocitat més baixa que la CPU perd més alta que el disc dur. Dins de la RAM existeix la
convencional, de velocitats tipiques que poden arribar a uns 3Mbps (3 Mega bits per segon) i mides de
I'ordre de 16GB/32GB.

d) La memoria RAM és volatil, de manera que quan traiem l'alimentacio, les dades i instruccions que s'hi
emmagatzemen, es perden.

2.2- En quina unitat es mesura la velocitat de la RAM?
En Mbps o Megabits per segon. Com més gran és aquest valor més rapida és la velocitat a la qual pot
transferir dades.

2.3- Com es comunica la RAM amb la CPU
Per mitja del bus de dades, adreces i control, tal i com hem vista a la pregunta 1.4

2.4- Quines diferéncies hi ha entre memoria SRAM i DRAM?.

SRAM és una tecnologia que permet crear memories d'accés més rapida perd de capacitat més baixa i les
DRAM que s6n més lentes perd permeten tenir capacitats més grans. Les memories SRAM sén més cares i
en principi s'utilitzen per fabricar memories caché i DRAM per fabricar memoria convencional.

2.5- Qué és una memoria SDRAM o memoria DRAM sincrona?. Quines son les avantatges?

Es memodria DRAM que té un pin extra que controla amb una senyal de clock externa en quin moment
exacte s'enregistra la dada que esta en el bus de dades o es motra la dada que esta en memoria en el bus
de dades. Aixd permet una comunicacio de la memodria més rapida amb el bus de sistema. Avui dia, les
memories DRAM son totes SDRAM.

2.6- Qué una memoria SDR SDRAM i una DDR SDRAM?

a) Una SDR DRAM és la variant de memoria SDRAM més lenta perqué només es pot enviar un bloc de
dades, anomenat “word” i que sera de 64 bits, per cada clock del rellotge de la SDRAM. També treballa
amb voltatges de I'ordre de 3,3 Volts.

b) Una DDR DRAM és la variant de memoria SDRAM que permet enviar, en funcié de la versi, entre 2i 8
blocs de dades (words) per cada clock del rellotge de la SDRAM. En funci6 de la versio, les tension poden
anar entre 2,6V i 1,05V
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2.7- Quina és la diferéncia entre DDR2, DDR3, DDR4 i DDR5 en quant a velocitats, voltatges, nimero

de pins i capacitat?

Mame Chip
Release | Clock |Cycle
Gen ¢ | Standard ¢ year rate # | time #
(MHz) (ns)
DDR-200 100 10
DDR-266 133 15
DDR 1998 -
DDR-333 1664 ]
DDR-400 200 {1
DDR2-400 100 10
DDR2-533 133344 15
DDRZ | DDR2-66T 2003 16624 i1
DDR2-800 200 5
DDR2-1066 26634 375
DDR3-800 100 10
DDR3-1066 133% 15
DDR3-1333 16635 6
DDR3 2007
DDR3-1600 200 5
DDR3-1866 2334, 429
DDR3-2133 266%% 3175
DDR4-1600 200 5
DDR4-1866 2334, 4.29
DDR4-2133 2662, 3175
DDR4 | DDR4-2400 2014 300 ER
DDR4-2666 3334, 2|
DDR4-2933 3662{3 2.73
DDR4-3200 400 25
DDRS5-3200 200 5
DDR5-3600 225 4.44
DDR5-4000 250 4
DDRS5-4800 300 35
DDR5-5000 3124, 3.2
DDRS 2020
DDR5-5120 320 ERY
DDR5-5333 333% 3
DDRS5-5600 350 2.86
DDRS5-6400 400 25
DDRS5-7200 450 2.22

Comparison of DDR SDRAM generations

Clock
re-

# | rate #

fetch (MHz)

100
133
16624
200
200

2n

26635
an 33315
400
5334
400
5334
G663,
800
933%4

Bn

1066
BOO
033y
1066
8n 1200
1333y
1466,
1600
1600
1800
2000
2400
2500
16mn
2560
266624
2800
3200
3600

Bus
Transfer _
rate L] Batr;:;::;th
(MT/s)
200 1600
266 2133%
333 2666,
400 3200
400 3200
533y 42663,
666, 53334
800 6400
10664 8533%
200 6400
10663 8533,
133314 1060034
1600 12800
186637 1493344
2133, 1706634
1600 12800
186627 1493344
21334 1706634
2400 19200
266627 21333y
793314 234664
3200 25600
3200 25600
3600 28800
4000 32000
4800 38400
5000 40000
5120 40960
533314 4266624
5600 44800
6400 51200
7200 57600

2.8- Queé significa que un modul de memoria sigui DDR4-16007.

Significa que fa servir memoria tecnologia DRAM sincrona, o sigui SDRAM, de tipus DDR de 4a generacio, i

Voltage
(v}

2.5

2.6

18

1.5/1.35

1.2/1.05

1.1

Pins

DIMM & | 20"
DIMM

184 200
240 200
240 204
288 260
288 262

Micro-
DiMM

214

per tant pot transferir 8 words per cicle de rellotge, i que la velocitat del bus és 1600 MT per segon, o sigui
1600 milions de transferéncies per segon, i segon la taula anterior, amb un bus de dades de 64 bits, pot
treballar a 1600 MT/s * 8 B/T (bytes per transferéncia) = 12800MB/s d'amplada de banda.

2.9- Que significa que un modul de memoria sigui DDR5-64007.

Significa que fa servir memoria tecnologia DRAM sincrona, o sigui SDRAM, de tipus DDR de 5a generacio, i
per tant pot transferir 16 words per cicle de rellotge, i que la velocitat del bus és 6400 MT per segon, o sigui

6400 milions de transferéncies per segon, i segon la taula anterior, amb un bus de dades de 64 bits, pot
treballar a 6400 MT/s * 8 B/T (bytes per transferéncia) => 51200MB/s d'amplada de banda.
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2.10- En quina unitat es mesura la laténcia CAS/RAS d'una memoria?. Aquest valor ha de ser com
més gran millor o com més petit millor?

a) Es el retard que hi ha entre el moment que es demana llegir una dada i la dada esta disponible en el bus
de dades. En memories SDRAM Es doéna en cicles de rellotge. Si per exemple la frequéncia del rellotge de
la memoria és de 200MHz, el cicle de rellotge és 1/200MHz = 5 ns, i si la laténcia CAS és de 2, vol dir que
es triga 10ns en tenir llesta la dada per ser llegida al bus de dades.

b) Les laténcies sén millor com més petites. Hi ha una taula de laténcies CAS disponibles aqui.

c) Les latencies CAS i RAS no tenen perque ser les mateixes.

2.11- Qué és un modul DIMM ?. Quin tipus de memoria es col-loca en un modul DIMM?. Quina
quantitat de pins té un modul DIMM ?

ca 13
ANRBRARBARRARRARRARANAR . ABARNAARAARARAE

a) Es una placa de circuit imprés a on van soldats els chips de memoria RAM i que té un connector per
poder connectar-se a les ranures de memoria disponibles a la placa mare. En una DIMM podem trobar chips
pels 2 cantos del circuits imprés, i el connector té pins de connexid pels 2 cantons també. No s'han de
confondre amb els moduls SIMM que sén més antics i en desus.

b) Dins d'una DIMM es col-loca memoria DDR SDRAM de tipus DDR a DDRA4.

c) El moduls DIMM poden treballar amb paraules de 64 bits

d) El moduls DIMM per DDR tenen 184 pins, DDR2 i DDR3 240 pins i DDR4 288 pins

e) El modul DIMM poden tenir diversos factors de forma (mides, distancia entre pins, pestanyes....)

f) El moduls DIMM permeten treballar amb ECC

g) El moduls DIMM treballen amb els voltatges del chips de memoria. Per tant, si hi ha DDRA4, treballen a
1,2V 0 1,05V

2.12- Quina és la diferéncia entre un modul DIMM i un SODIMM?
Em modul DIMM és la variant per ordinadors de sobretaula i SODIMM per portatils.

2.13- Quina és la diferéncia entre una memoria ECC i una NO-ECC?.

a) RAM que utilitza ECC per detectar i corregir de manera automatica errors (fins a un cert nivell) de les
dades desades al moddul de mémoria gracies a un o més bit que s'afegeixen al bus i que permeten utilitzar
técniques de paritat o d'ECC per detectar i corregir errors. Per poder aprofitar la capacitat ECC de la
memoria cal tenir una CPU compatible. Es important en aplicacions financeres o cientifiques.

2.14- Qué és una memoria RAM “buffered” o “registered” ?

Es una variant de memoria DDR que té un petit registre (com una memoria de només una posicié) dins del
modul DIMM i que esta al mig entre els chips de memoria i el sistema de control de la memoria que permet
donar més estabilitat a les dades quan es treballa amb sistemes en els quals es connecten molts moduls
DIMM al mateix temps.
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2.15- Controladors, Canals, Connectors, Ranks, Banks
a) Controladors, canals i connectors:
« Cada CPU té un o més controladors de memoria RAM (normalment 2 perd cal mirar especificacions
de CPU).
* Un controlador de memoria pot controlar 1 o més canals de memoaria (normalment 3/4 pero cal mirar
especificacions de CPU).
* Acada canal de memoria pot haver 1 0 més connectors de mdduls DIMM (normalment 2 pero cal
mirar especificacions de CPU/Placa mare).
e El ndmero de moduls DIMM connectables = Numero de controladors per CPU * Nimero de canals
per controlador * NUumero de connectors per canal.
« Com més canals tinguem, tindrem més velocitat o amplada de banda de I'accés a les dades de la
memoria i disminuirem la laténcia.
b) Moduls DIMM, Chips DRAM, Ranks i Banks:
* 1 modul DIM pot tenir 1, 2, 4, etc RANKS de Chips DRAM. Un modul DIMM 1R seria d'un rank, 2R
de 2 ranks, 4R de 4 ranks, etc...
* 1Rank:
o Es un conjunt de chips DRAM al qual es pot accedir de manera independent en moments
diferents. Un controlador de memoria pot accedir en cada moment només a 1 rank.
o Conforma un bus de dades de 64 bits
* Un chip DRAM esta fet de diversos banks de memoria. Un Chip DRAM x8 té 8 banks de memoria.
Un Chip DRAM x4 té 4 banks de memoria.
¢ Un moddul DIMM 2Rx8 estaria format per 2 ranks de chips DRAM x8
» Consideracions:
o Per conformar 64 bits amb Chips DRAM x8 calen 8 chips. Per conformar 64 bits amb Chips
DRAM x4 calen 16 chips. Com més gran és el nUmero de bancs, menys chips DRAM calen per
crear un rank i el modul de memoria sera més confiable i consumira menyes.
o DIMM 2R no és sempre millor que 1R. Augmentar El nimero de ranks pot tenir incovenients i
avantages. Depén de les aplicacions pot ser millor un DIMM 1R que 2R i a l'inrevés.
¢) Qué és més important: El nimero de ranks o el nimero canals?
* Per augmentar les prestacions d'un ordinador, com més canals millor perqué augmentara la
velocitat d'accés i disminuira la laténci.
* Després dels canals es pot mirar els ranks tenint en compte el tipus d'apliacio.

2.16- Qué és una memoria ROM?.
a) Originalment una memoria ROM era un tipus de memoria:
¢ D'accés aleatori, és a dir, es caracteritza per un accés directe a qualsevol posicid de memoria en
qualsevol ordre, en un temps constant i sense distincio de la la posicid de I'anterior accés.
* De només lectura. La memoria s'escriu només 1 vegada durant el procés de fabricacio, i després
només es pot llegir perd mai modificar el seu contingut.
* No volatil, és a dir, quan traiem Il'alimentacid, les dades i instruccions que s’hi emmagatzemen, NO
es perden.
b) En el camp de la informatica, un Us habitual de les memories ROM és emmagatzemar el firmware del
fabricant de la placa mare. Aquest firmware conté conjunt de dades i programes basics i necessaris per
controlar i fer funcionar correctament la placa mare (i per tant I'equip informatic) durant l'arrancada del
sistema, l'aturada del sistema i durant el normal funcionament del sistema. Normalment, quan parlem
d'ordinadors, s'utilitza el termé BIOS i UEFI per parlar d'aquest firmware.
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2.17 Tipus i evolucio de les memories ROM

a) PROM (Programmable ROM)— Es una memoria ROM en blanc (el fabricant no ha escrit res) i sobre la
qual es poden escriure dades i programes per part del comprador només una vegada utilitzant un dispositiu
electronic anomenat programador. Un coop escrita NO es pot reescriure i es comporta com una ROM, és a
dir, és d'accés aleatori, de només lectura i no volatil.

b) EPROM (Erasable Programmable ROM)— Es una memoria que es pot escriure i tornar a reescriure
sempre que esborrem abans les dades i programes escrits anteriorment per mitja d'un programador que
utilitza raigs ultravioleta. No es pot reescriure directament, primer s'ha de fer el pas d'esborrar. La quantitat
de vegades que es pot escriure, esborrar i reescriure és limitada (més o menys 1000 vegades). Un cop
escrita es comporta com una ROM.
c) EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM)— Es una millora de 'EPROM en el sentit que el
procés d'esborrar i reescriure és molt més facil i rapid perqué es pot fer electricament. A més a més no cal
un programador i es pot reprogramar la memoria sense que calgui desconnectar-la del circuit electronic (per
exemple, la placa mare) a on es troba situada. Permet facilment millorar el firmware d'una placa mare a
qualsevol usuari simplement proporcionat el nou firmware a través d'internet. Les BIOS i UEFI utilitzen
aquesta tecnolgia.
d) FLASH Memory:

o Es una variant de les EEPROM originals amb algunes diferéncies tecnologiques.

©  Permet esborrar i emmagatzemar més rapidament grans blocs les dades perd és més lenta

quan s'han d' esborrar i emmagatzemar petits blocs les dades.

o El temps de vida d'una Flash Memory pot arribar a ser molt inferior a una EEPROM original.

o Les FLASH s6n molt més barates.

© Es la tecnologia utilitzada per la fabricacié de memories USB, discs SSD, etc..

o Flash BIOS és un tipus de memoria Flash per emmagatzemar la BIOS/UEFI de la placa mare
d'un PC.

3- Caracteritiques de les fonst d'alimentacio

3.1- Qué és l'estandard ATX?

Indica les tensions que hauria de proporcionar una font d'alimentacié per PCs i també els tipus de
connectors diponibles. L'estandard ATX també marca les dimensions de la placa mare del PC, punts de
muntatge en la caixa, situaci®é de connectors i ranures d'expansio, i situacions, forma i mides dels
connectors d'alimentacio de la placa mare. Existeixen diverses variants i versions de I'estandard ATX.

3.2- Quines soén les tensions en continua de treball que proporciona una font d'alimentacié ATX?
+/- 12V, +/- 5V i +/- 3,3V

3.3- Quins son els principals connectors que proporciona una font d'alimentacié ATX
a) Un connector general per I'alimentacié de la placa mare

b) Connectors per ventiladors de la CPU i de la caixa

¢) Connectors per l'alimentacio de discs durs, DVD i disqueteres.

3.4- Quines soén les caracteristiques d'entrada de les fonts d'alimentacié ATX?
a) Treballan amb alterna 110/125V/220V

b) Treballen a freqiiéncies de 50/60Hz

c) Dimensions normal per PC: 150x86x140 mm

3.5- Quina poténcia poden proporcionar les FA ATX?
Normalment d'uns 500W, amb marges que poden anar de 250W a 1000W
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3.6- Quina és l'eficiénica tipica d'una FA?
Avui en dia, entre el 70% i el 90%. Si la carrega és molt gran (hi ha molta electronica, consumeix molta
poténcia) pot baixa a 50-75%.

3.7- Quin és el temps de vida esperat d'una FA?

De fins a 100.000 hores treballant a 25°C i treballant a la maxima carrega de treball. Aixd0 és un valor
esperat, pot durar molt més com fallar passat menys temps.

4- Placa mare ASUS WS X299 SAGE

4.1- Indica el factor de forma de la placa mare ASUS WS X200 SAGE

Pagina xii --> CEB Form Factor 12"x10,5” (30,5cm x 26,7cm). Es compatible a I'hnora de ser muntat dins
d'una caixa amb l'estandard ATX.

4.2- Indica els model i fabricants de CPU que es poden connectar a una placa ASUS WS X200 SAGE.
El socol de la CPU Intel Core i9-9820X SERIE X es pot connectar a aquesta placa mare?

a) Pagina ix --> Intel Core X-Series amb socol LGA2066
b) Si. Caracteristiqgues de de la CPU Intel Core i9-9820X SERIE X

4.3- Indica sila CPU Intel Core i9-9820X SERIE X pot manegar el maxim de memoria que es pot
assignar a la placa mare ASUS WS X200 SAGE.

El maxim de memoria assignable sén 128GB de memdria DDR4 4200/4133/4000/3600/2666/2400/2133
MHz, non-ECC i unbuffered si la CPU és de més de 6 nuclis. Si mirem les caracterisitiques de la CPU,
veurem que treballa amb 10 nuclis, pot manegar fins 128GB amb memoria DD4-2666 que sigui no-ECC.
Com que qualsevol CPU pot manegar memoria unbuffered, quedar clar que aquesta CPU si pot ser utiitzada
per manegar el maxim de memoria que accepta la placa mare

4.4- Pot treballar el chipset de la placa mare ASUS WS X200 SAGE amb memories de doble canal?
Mirant les caracteristiques del chipset, que és el model Intel X299 podem veure que si és capag.

4.5- Que és el chipset?

El circuit que controla les comunicacions entre els diversos busos de la placa mare: el fron side bus (entre
RAM i CPU), el busos d'expansié PCI Express, SATA, USB.....

4.6- Quines ranures d'expansid accepta la placa mare ASUS WS X200 SAGE?

a)7 PCI Express 3.0/2.0 x16. Aix0 significa que accepta fins a 7 plaques d'expansido PCl Express (per
exemple, targetes de xarxa, grafiques, discs durs...) de 2a generacié i 3a generacié de 16 linies. Aixo vol dir
que amb 16 linies i 3a generacié es pot arribar a transferéncies a una velocitat de 15,8GB/s i amb 2a de
8GB/s.

b) Si mirem la velocitat de transferéncia en GT/s per PCl Express 3, veiem que es de 8GT/s compatible
amb Chipset Intel X299 i CPU i9-9820X

5- Caracterisitques de discs durs

5.1- Respecte de la velocitat de rotacié d'un disc HDD, indica:

a) Queé és?.

b) Quina és la seva unitat de mesura?

c) Quin sén els valors tipic de la velocitat de rotacié de discs HDD actualment?
a) El numero de voltes que realitza el disc per unitat de temps

b) rpm

c) 5400, 7200, 10000, 15000
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5.2- Quines son les avantages d'una alta velocitat de rotacié del HDD?. Quines sén les
desavantatge?

Avantatges: Major velocitat de transferéncia de dades, accés més rapid a les dades

Desavantatges: soroll, preu, disipacié de calor, consum

5.3- Qué és la velocitat o tasa de transferéncia d'un disc dur?. En quines unitats es mesura?. Es
millor com més gran sigui o com més petita sigui.

a) La velocitat a la qual es transfereixen dades del disc dur al sistema un cop situat el lector al lloc en el qual
es troben les dades.

b) MB/s (Megabytes per segon)

¢) Millor com més gran sigui

5.4- Qué és el buffer caché d'un disc dur electromagnétic. En quines unitats es mesura?. Es millor
com més gran sigui o com més petita sigui.

a) Es una memoria intermitja que es troba dins de la placa controladora interna del disc dur a on es desen
les dades de manera temporal abans de deixar-les de manera definitiva en el disc dur o a on es desen de
manera temporal abans de ser llegides. Permet millorar la velocitat de lectura i escriptura de dades.

b) En MB. Poden arribar a ser de 128MB/256MB.

c) Com més gran sigui la mida de la caché millors prestacions té el disc.

5.5- Que és el temps mitja de d'accés d'un disc dur electromagnétic. En quines unitats es mesura?.
Es millor com més gran sigui o com més petita sigui.

a) Es la mitjana de temps que triga el brag de lectura/escriptura del disc dur a moures entre sectors.

b) En ms (milisegons)

c) Es millor com més petit sigui aquest valor.

5.6- Queé és la laténcia mitjana d'un disc dur electromagnétic. En quines unitats es mesura?. Es millor
com més gran sigui o com més petita sigui.

a) Té en compte el temps de busqueda, la laténcia rotacional i el temps de transferéncia. La laténcia
rotacional és la mitjana de temps que es triga en rotar el disc des del lloc a on es troba al lloc a on es troben
les dades i depen de les RPM del disc. A més RPM, menys latécia rotacional. El temps de transferéncia és
el temps que es triga en rebe dades des del el punt a on es troben al sistema.

b) En milisegons (ms)

¢) Millor com més petita sigui

https://theithollow.com/2013/11/18/disk-latency-concepts/

5.7- Qué significa el valor LBA d'un disc dur electromagnetic?. En quines unitats es mesura?. Es
millor com més gran sigui o com més petita sigui.

a) LBA = Logical Block Addressing. El disc dur esta dividit en blocs i cada bloc té un niumero que l'identifica.
El primer bloc té el valor LBA=0, el segon LBA=1 i aixi fins el final. Si volem localitzar un lloc del disc a on hi
ha dades (o a on volem desar-les), s'identifica el lloc amb el seu valor LBA. Els blocs poden ser de 512 o
1024 bytes. L'ordinador només ha d'indicar a quina adreca LBA vol desar (o vol llegir) dades sense que li
calgui saber res de cilindres, pistes i sectors.

b) No té unitats. Només ésun numero (una adrega ldgica) que identifica un bloc del disc dur.

c) No té cap sentit aquesta pregunta.

5.8- Qué és la tecnologia S.M.A.R.T i per a qué s'utilitza?

Es un sistema per monitoritzar I'estat dels discs durs, que utilitzant diversos indicador permet comprovar la
fiabilitat (confianga en el correcte funcionamet) del disc i anticipar la probabilitat de que deixi de funcionar
correctament en el futur amb la idea de que si cal, es pugui canviar abans de que falli.El sistema S.M.A.R.T
funciona si el disc dur i la BIOS/UEFI poden treballar amb aquest sistema, i si executem un prgorama del
sistema operatiu que pugui utiitzar les dades aconseguides per mostrar-nos la possibilitat de fallada de disc.
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5.9- Qué indica el factor de forma d'un disc dur electromagnétic? De quina manera s'indica?.
a) Identifica les dimensions fisiques del disc dur (longitud, gruix i al¢aria). El factor de forma té influéncia en

la capacitat maxima d'un disc.

b) S'indica en polgades. El factors de forma tipics son els de 2,5" i 3,5". Un disc dur de 2,5" té una capacitat
maxima de 5TB i el de 3,5 de 14TB. Un factor de forma més modern és M.2 que utlitza un connectori M.2 i

el disc s'integra en la placa sense necessitat de cables.

5.10- Quines soén les 3 principals interficies de connexié d'un disc electromecanic HDD a la placa

mare. Indica quines estan desfasades i quina és la més normal avui en dia.
a) IDE — Desfasat

b) SCSI — En procés de quedar desfasat

c) SATA — Interficie normal avui en dia.

5.11- Per la interficie o norma IDE/ATA, indica:

a) Quina és la darrera versio existent per la norma amb la qual treballa la interficie IDE

b) Quina és la maxima transferéncia de dades permet la darrera versio

c) IDE/ATA realitza comunicacions entre el disc dur en paral-lel o en série?

d) Troba el format d'un connector d'un connector IDE de disc dur i de placa mare.
e) Troba el forma d'un cable IDE/ATA i mostra-ho a continuacié

e) Indica quants pins té un cable IDE/ATA

f) Quina és la mida tipica del buffer caché?

g) Indica valors tipics del temps de busqueda i laténcia de discos IDE.

a) ATA-8 (Ultra ATA/166) e) Cable de cinta pla de 40 fils
b) 166MB/s f) 40 pins (2x20)

c) Parallel g) 8 a16MB

d) Connector de cable pla (Berg) de 2x20 h) Latencia d'uns 4ms

5.12- Per la interficie SCSI indica:
a) Valor tipics de mida del disc
b) Velocitats tipiques de rotacio

c) La norma SCSI en principi permet treballar amb velocitats de transferéncia de dades de fins a

quines velocitat?.

a) fins a TiB1

b) 10000 i 15000 rpm

c) La norma Serial Attached SCSI permet treballar fins a 10Gbps

5.13- Per la interficie SATA indica:
a) La freqiiencia de treball i velocitat de transferéncia per SATA3
b) IDE/ATA realitza comunicacions entre el disc dur en paral-lel o en série?

c) Troba el format d'un connector d'un connector SATA de disc dur i de placa mare.

d) Indica quants pins té un cable IDE/ATA
e) Indica el factor de forma tipic

a) f=6000MHz i velocitat de transferénica de dades de 600MB/s b) Seérie
c) Foto connector SATA d) 7 pins
e)2,5"
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5.14- Quines soén les diferéncies entre SDD i HDD a nivell de:

a) Preu

b) Consum eléctric

c) Capacitat

d) Velocitat de transferéncia de dades

a) El preus dels discos SSD és actualment més elevat que els discos HDD
b) SSD consumeix menys energia que HDD

c) Els discos HDD pel moment sén de més capacitat que els SSD

d) La velocitat de transferéncia de dades dels SSD és superior als HDD

5.15- Indica algunes avantatges extres d'un disc SSD respecte d'un HDD
a) Resisténcia als cops

b) Nivell de soroll

c) Mida

d) Pes

e) Resisténcia a les temperatures

5.16- Quins és el métode o tecnologia d'emmagatzamatge d'un disc:
a) SSD

b) HDD

a) Chips de mem de tipus NAND flash memory

b) Material ferromagnétic que cobreix una superficie metalica en forma de disc. Aquest material es pot
magnetitzar en diverses direccions utilitzant electromagnetisme. Els canvis en les direccions de
magnetitzacié sén els 1 0.

5.17- Quina és la diferéncia entre discos SSD amb factor de forma M.2 i el tipic de 2,5” a nivell de:
a) Dimensions

b) Disipacio de poténcia

c) Capacitat de ser canviada en calent

d) Manera de connectar-se a la placa mare

e) Interficies suportades

a) Les mides del factor de forma de M.2 s6n més petites que les de 2,5"

b) M.2 consimeox menys energia (un 8W respecte d'uns 11 Watts)

c) 2,5" Si M.2 No

d) 2,5" per cable a connector SATA. M.2 integrada a la placa i connectada a connector M.2
e)2,5" — SATA,SAS M.2 - NVMe, SATA

5.18- Quina és la diferéncia entre els protocols NVMe, AHCI i IDE?

Tots 3 son protocols de comunicacié entre el disc i el sistema (la placa mare i el seus busos) perd amb les
seguents diferéncies:

a) NVMe va ser creat per aprofitar les avantatges en termes de velocitat dels discs SSD sobre els HDD.
Ofereix més rendiment de velocitat i molta menys laténcia.

b) AHCI va ser crear per treballar la interficie SATA pero pensat per discos HDD. Aixo vol dir que puc utilitzar
AHCI per discs SSD amb interficie SATA perod estic desaprofitant les seves prestacions de major velocitat i
menor laténcia.

c) IDE és un protocol i també una interficie molt antiga pensada per discs durs HDD. Es molt antiga i en
principi cap disc SSD utilitza la interficie IDE i tampoc el protocol IDE.

5.19- Indica les diferéncies entre SSD/SATA/AHCI/2,5" i SSD/PCle/NVMe/M.2

La primera opcié no aprofita les avantatges que ofereix el protocol NVMe sobre el protocol AHCI quan
treballem amb disc SSD. La interfici PCle també és millor respecte de la SATA per SSD. El factor de forma
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M.2 també és el millor per SSD. Aixi doncs la segona opcié sera la millor i avui dia, també és més cara.
5.20- Com s'escull el protocol de comunicacions (NVMe/AHCI/IDE) del disc amb el sistema?
A la BIOS/UEFI de la placa mare

5.21- Quin és el principal camp d'aplicacié de dispositius amb factor de forma M.2?
El principal Us és en dispositius portables i amb restricions de consum i mida. Per aquest motiu el seu Us
principal son els ordinadors portatis i tauletes, tot i que també es pot utilitzar en ordinadors de sobretaula.

5.22- Indica de quines 2 maneres es pot mesurar el temps de vida d'un disc SSD i les seves unitats.
DW/D o DWPD (Drive Wtite per Day) o TBW (Terabyte Written). Aquestes 2 unitats representen la quantitat
de dades que es garantitze a I'usuari que es poden escriure en el dipositiu al llarg del seu temps de vida.
Poden ser més perd garantitzades soén les indicades al DWPD o TBW.

El parametre de DWPD té un valor entre 0.1 i 10. Per exemple, un disc SSD Ade 1TiB amb un DWPD igual
a 3 i una garantia de 5 anys, garantiza que es poden escriure 1TiB/Drive x 3 Drives/day * 365 day/year * 5
year = 5,34PiB. No es pot comparar directament el temps de vida de 2 discos amb el seu DDPW perqué
depén de la capacitat del disk.

El parametre TBW ja dona directament el total de dades que es garantitza a I'usuari que pot escriure al disc
dur. Es pot comparar l'esperanga de vida de 2 discos directament per mitja del sey TBW.

5.23- Indica les tres proteccions que utilitzen els disc SSD per protegir les dades de l'usuari en el
disc.

a) Utilitzacio d'un codi de correccio d'errors (ECC) que permet detectar bits erronis emmagatzemar-los i
corregir-los.

b) Proteccio contra la fallada del sistema d'alimentacio

c) Protecci6 contra errors produits durant el transit de les dades entre disc dur i sistema utilitzant un sistema
ECC utilitzant sistemes de paritat. Permet detectar els errors i corregir-los.

5.24 Resum de Tecnologies/Interficies/Protocols/Factors de forma
a) Tecnologies: SSD o HDD

b) Interficies (bus, pins, ports): PCle / SATA / IDE /SCSI

c) Protocols: NVMe / AHCI / IDE

d) Factors de forma: M.2 / 2.5" SFF / 3,5" LFF / mSATA

6- Enllacos a fabricants de maquinari

a) Llistat de fabricants: Un llistat de fabricants de maquinari

b) Microprocessadors Intel : https://ark.intel.com/content/www/es/es/ark.html#@Processors

c) RAM de Samsung: https://www.samsung.com/semiconductor/dram/r
d) Plaques mare ASUS (per Workstation): https://www.asus.com/us/Motherboards/Workstation-Products/

e) Discs durs:
* Western Digital:
- SSD: https://www.westerndigital.com/products/data-center-drives#solid-state-ssd

- HDD: hitps://www.westerndigital.com/products/data-center-drives#hard-disk-hdd
* KINGSTON: https://www.kingston.com/spain/es/ssd?sortby=nameatz

* SEAGATE:

- HDD: https://www.seagate.com/es/es/internal-hard-drives/hdd/barracuda/
- SDD: https://www.seagate.com/es/es/internal-hard-drives/ssd/barracuda-ssd/
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Examen de l'activitat ActimO05uf1

1- La data de I'examen és el dia 24/11/23 a les 19.30 hores.
2- La durada de I'examen és de 30 minuts.

3- Quantitat de preguntes: 40.

4- Consulta apunts: Si.
5- El examen és tipus test amb 1 resposta correctes de 5 opcions. Una resposta correcta val 1 punt i

una incorrecta val -1/4 de punt. Les respostes sense contestacio valen 0 punts.
6- Examen amb formularis de Google o Moodle.
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